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说明、目录、图表目录

报告说明:

     博思数据发布的《2018-2023年中国集成电路市场分析与投资前景研究报告》介绍了集成电

路行业相关概述、中国集成电路产业运行环境、分析了中国集成电路行业的现状、中国集成

电路行业竞争格局、对中国集成电路行业做了重点企业经营状况分析及中国集成电路产业发

展前景与投资预测。您若想对集成电路产业有个系统的了解或者想投资集成电路行业，本报

告是您不可或缺的重要工具。

    集成电路（integrated     circuit）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路

中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体

晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有

元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面

迈进了一大步。它在电路中用字母&ldquo;IC&rdquo;表示。

 

     集成电路，又称为IC，按其功能、结构的不同，可以分为模拟集成电路、数字集成电路和

数/模混合集成电路三大类。

 

    据博思数据发布的《2018-2023年中国集成电路市场分析与投资前景研究报告》表明：2018

年上半年我国集成电路产量达849.6亿块，累计增长15%。       指标   2018年6月   2018年5月   2018

年4月   2018年3月   2018年2月       集成电路产量_当期值(亿块)   157   156.2   143.8   149.6   　       集

成电路产量_累计值(亿块)   849.6   692.7   537.3   399.9   266.7       集成电路产量_同比增长(%)   17  

17.2   14.3   10.8   　       集成电路产量_累计增长(%)   15   14.6   13.6   15.2   33.3

    集成电路不仅在工、民用电子设备如收录机、电视机、计算机等方面得到广泛的应用，同

时在军事、通讯、遥控等方面也得到广泛的应用。用集成电路来装配电子设备，其装配密度

比晶体管可提高几十倍至几千倍，设备的稳定工作时间也可大大提高。产业链和工艺：集成

电路生产需要包括硅基板、CMP抛光材料、高纯试剂（用于显影、清洗、剥离、刻蚀）、特

种气体、光刻胶、掩膜版、封装材料等多种电子化学品。电子化学品占整个集成电路制造成

本的20%。

     2013年全球集成电路销售额为251776百万美元，2015年销售额为274484百万美元，年均复合

增长率仅为4.41%，预计2016年销售额为274537百万美元，年均符合增长率为2.93%。而近年来

，国内集成电路市场蓬勃发展，2013年国内IC销售额为2508.51亿元，2015年销售额为3609.8亿

元，年均复合增长率为19.96%。



     国内集成电路市场规模逐年增加，但是国内企业的生产能力却十分有限，并且由于国产集

成电路多数为技术含量低、价格低廉的低端产品，进口的则是价格较高的高端产品，以致国

内外集成电路供应商的收入差距更为悬殊。2015年中国集成电路市场规模达到1.10万亿元，而

行业产值仅为0.36万亿元，国内自给率仅为32.7%，而自2006年以来，这一数据一直徘徊在20%

到30%之间。

 报告目录：

 第1章：中国集成电路封装行业发展背景 15

 1.1 集成电路封装行业定义及分类 15

 1.1.1 集成电路封装行业定义 15

 1.1.2 集成电路封装行业产品大类 15

 1.1.3 集成电路封装行业特性分析 16

 （1）行业周期性 16

 （2）行业区域性 16

 （3）行业季节性 16

 1.1.4 集成电路封装行业在集成电路产业中的地位分析 17

 1.2 集成电路封装行业政策环境分析 18

 1.2.1 行业管理体制 18

 1.2.2 行业相关政策 18

 1.3 集成电路封装行业经济环境分析 19

 1.3.1 国际宏观经济环境及影响分析 19

 （1）国际宏观经济现状 19

 （2）国际宏观经济环境对行业影响分析 22

 1.3.2 国内宏观经济环境及影响分析 22

 （1）GDP增长情况分析 22

 （2）居民收入水平 24

 1.4 集成电路封装行业技术环境分析 25

 1.4.1 集成电路封装技术演进分析 25

 1.4.2 集成电路封装形式应用领域 26

 1.4.3 集成电路封装工艺流程分析 26

 1.4.4 集成电路封装行业新技术动态 27

  

 第2章：中国集成电路产业发展分析 29



 2.1 集成电路产业发展状况 29

 2.1.1 集成电路产业链简介 29

 2.1.2 集成电路产业发展现状分析 29

 （1）行业发展势头良好 29

 （2）行业技术水平快速提升 30

 （3）行业竞争力仍有待加强 30

 （4）产业结构进一步优化 31

 2.1.3 集成电路产业区域发展格局分析 31

 （1）三大区域集聚发展格局业已形成 31

 （2）整体呈现&ldquo;一轴一带&rdquo;的分布特征 33

 （3）产业整体将&ldquo;有聚有分，东进西移&rdquo; 33

 2.1.4 集成电路产业面临的发展机遇 34

 （1）产业政策环境进一步向好 35

 （2）战略性新兴产业将加速发展 35

 （3）资本市场将为企业融资提供更多机会 35

 2.1.5 集成电路产业面临的主要问题 35

 （1）规模小 35

 （2）创新不足 35

 （3）价值链整合不够 36

 （4）产业链不完善 36

 2.1.6 集成电路产业&ldquo;十三五&rdquo;发展预测 36

 2.2 集成电路设计业发展状况 36

 2.2.1 集成电路设计业发展概况 36

 2.2.2 集成电路设计业发展特征 37

 （1）产业规模持续扩大 37

 （2）质量上升数量下降 38

 （3）企业规模持续扩大 38

 （4）技术能力大幅提升 38

 2.2.3 集成电路设计业发展隐忧 39

 2.2.4 集成电路设计业新投资策略 39

 2.2.5 集成电路设计业&ldquo;十三五&rdquo;发展预测 39

 2.3 集成电路制造业发展状况 40



 2.3.1 集成电路制造业发展现状分析 40

 （1）集成电路制造业发展总体概况 40

 （2）集成电路制造业发展主要特点 40

 （3）集成电路制造业规模及财务指标分析 41

 1）集成电路制造业规模分析 41

 2）集成电路制造业盈利能力分析 41

 3）集成电路制造业运营能力分析 42

 4）集成电路制造业偿债能力分析 42

 5）集成电路制造业发展能力分析 43

 2.3.2 集成电路制造业经济指标分析 43

 （1）集成电路制造业主要经济效益影响因素 43

 （2）集成电路制造业经济指标分析 44

 （3）不同规模企业主要经济指标比重变化情况分析 45

 （4）不同性质企业主要经济指标比重变化情况分析 47

 （5）不同地区企业经济指标分析 49

 2.3.3 集成电路制造业供需平衡分析 60

 （1）全国集成电路制造业供给情况分析 60

 1）全国集成电路制造业总产值分析 60

 2）全国集成电路制造业产成品分析 61

 （2）全国集成电路制造业需求情况分析 61

 1）全国集成电路制造业销售产值分析 61

 2）全国集成电路制造业销售收入分析 62

 （3）全国集成电路制造业产销率分析 63

 2.3.4 集成电路制造业&ldquo;十三五&rdquo;发展预测 63

  

 第3章：中国集成电路封装行业发展分析 64

 3.1 中国集成电路封装行业整体发展情况 64

 3.1.1 集成电路封装行业规模分析 64

 3.1.2 集成电路封装行业发展现状分析 64

 3.1.3 集成电路封装行业利润水平分析 65

 3.1.4 大陆厂商与业内领先厂商的技术比较 66

 3.1.5 集成电路封装行业影响因素分析 66



 （1）有利因素 66

 （2）不利因素 67

 3.1.6 集成电路封装行业发展趋势及趋势分析 68

 （1）发展趋势分析 68

 （2）趋势分析 69

 3.2 半导体封测发展情况分析 70

 3.2.1 半导体行业发展概况 70

 3.2.2 半导体行业景气预测 70

 3.2.3 半导体封装发展分析 72

 （1）封装环节产值逐年成长 73

 （2）封装环节外包是投资预测 73

 3.3 集成电路封装类专利分析 74

 3.3.1 专利分析样本构成 74

 （1）数据库选择 74

 （2）检索方式 74

 3.3.2 专利发展情况分析 75

 （1）专利申请数量趋势 75

 （2）专利公开数量趋势 76

 （3）技术类型情况分析 77

 （4）技术分类趋势分布 77

 （5）主要权利人分布情况 78

 3.4 集成电路封装过程部分技术问题探讨 79

 3.4.1 集成电路封装开裂产生原因分析及对策 79

 （1）封装开裂的影响因素分析 79

 （2）管控影响开裂的因素的方法分析 81

 3.4.2 集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策 81

 （1）产生芯片弹坑问题的因素分析 81

 （2）预防芯片弹坑问题产生的方法 82

  

 第4章：中国集成电路封装行业市场需求分析 85

 4.1 集成电路市场调研 85

 4.1.1 集成电路市场规模 85



 4.1.2 集成电路市场结构分析 85

 （1）集成电路市场产品结构分析 85

 （2）集成电路市场应用结构分析 86

 4.1.3 集成电路市场竞争格局 87

 4.1.4 集成电路国内市场自给率 87

 4.1.5 集成电路市场发展预测 88

 4.2 集成电路封装行业需求分析 88

 4.2.1 计算机领域对行业的需求分析 88

 （1）计算机市场发展现状 88

 （2）集成电路在计算机领域的应用 89

 （3）计算机领域对行业需求的拉动 89

 4.2.2 消费电子领域对行业的需求分析 90

 （1）消费电子市场发展现状 90

 （2）消费电子领域对行业需求的拉动 93

 4.2.3 通信设备领域对行业的需求分析 93

 （1）通信设备市场发展现状 93

 （2）集成电路在通信设备领域的应用 95

 （3）通信设备领域对行业需求的拉动 96

 4.2.4 工控设备领域对行业的需求分析 96

 （1）工控设备市场发展现状 97

 （2）集成电路在工控设备领域的应用 97

 （3）工控设备领域对行业需求的拉动 97

 4.2.5 汽车电子领域对行业的需求分析 97

 （1）汽车电子市场发展现状 97

 （2）集成电路在汽车电子领域的应用 99

 （3）汽车电子领域对行业需求的拉动 99

 4.2.6 其他应用领域对行业的需求分析 99

  

 第5章：集成电路封装行业市场竞争分析 103

 5.1 集成电路封装行业国际竞争格局分析 103

 5.1.1 国际集成电路封装市场总体发展状况 103

 5.1.2 国际集成电路封装市场竞争状况分析 103



 5.1.3 国际集成电路封装市场发展趋势分析 104

 （1）封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本 104

 （2）主板材料的变化趋势 107

 5.1.4 跨国企业在华市场竞争力分析 108

 （1）台湾日月光集团竞争力分析 108

 1）企业发展简介 108

 2）企业经营情况分析 108

 3）企业主营产品及应用领域 109

 4）企业市场区域及行业地位分析 109

 5）企业在中国市场投资布局情况 109

 （2）美国安靠（Amkor）公司竞争力分析 110

 1）企业发展简介 110

 2）企业经营情况分析 110

 3）企业主营产品及应用领域 110

 4）企业市场区域及行业地位分析 110

 5）企业在中国市场投资布局情况 110

 （3）台湾矽品公司竞争力分析 110

 1）企业发展简介 110

 2）企业经营情况分析 111

 3）企业主营产品及应用领域 111

 4）企业市场区域及行业地位分析 112

 5）企业在中国市场投资布局情况 112

 （4）新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析 112

 1）企业发展简介 112

 2）企业经营情况分析 112

 3）企业主营产品及应用领域 112

 4）企业市场区域及行业地位分析 113

 5）企业在中国市场投资布局情况 113

 （5）力成科技股份有限公司竞争力分析 113

 1）企业发展简介 113

 2）企业经营情况分析 113

 3）企业主营产品及应用领域 113



 4）企业市场区域及行业地位分析 113

 5）企业在中国市场投资布局情况 114

 （6）飞思卡尔公司竞争力分析 114

 1）企业发展简介 114

 2）企业经营情况分析 114

 3）企业主营产品及应用领域 114

 4）企业市场区域及行业地位分析 114

 5）企业在中国市场投资布局情况 115

 （7）英飞凌科技公司竞争力分析 115

 1）企业发展简介 115

 2）企业经营情况分析 115

 3）企业主营产品及应用领域 115

 4）企业市场区域及行业地位分析 115

 5）企业在中国市场投资布局情况 115

 5.2 集成电路封装行业国内竞争格局分析 116

 5.2.1 国内集成电路封装行业竞争格局分析 116

 5.2.2 中国集成电路封装行业国际竞争力分析 117

 5.3 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析 117

 5.3.1 现有竞争者之间的竞争 117

 5.3.2 上游议价能力分析 118

 5.3.3 下游议价能力分析 119

 5.3.4 行业潜在进入者分析 119

 5.3.5 替代品风险分析 120

 5.3.6 行业竞争五力模型总结 120

  

 第6章：中国集成电路封装行业产品市场调研 122

 6.1 集成电路封装行业BGA产品市场调研 122

 6.1.1 BGA封装技术 122

 6.1.2 BGA产品主要应用领域 123

 6.1.3 BGA产品需求拉动因素 124

 6.1.4 BGA产品市场应用现状分析 125

 6.1.5 BGA产品市场前景展望 125



 6.2 集成电路封装行业SIP产品市场调研 126

 6.2.1 SIP封装技术 126

 6.2.2 SIP产品主要应用领域 126

 6.2.3 SIP产品需求拉动因素 127

 6.2.4 SIP产品市场应用现状分析 127

 6.2.5 SIP产品市场前景展望 128

 6.3 集成电路封装行业SOP产品市场调研 129

 6.3.1 SOP封装技术 129

 6.3.2 SOP产品主要应用领域 130

 6.3.3 SOP产品市场发展现状 130

 6.3.4 SOP产品市场前景展望 131

 6.4 集成电路封装行业QFP产品市场调研 131

 6.4.1 QFP封装技术 131

 6.4.2 QFP产品主要应用领域 132

 6.4.3 QFP产品市场发展现状 132

 6.4.4 QFP产品市场前景展望 132

 6.5 集成电路封装行业QFN产品市场调研 132

 6.5.1 QFN封装技术 132

 6.5.2 QFN产品主要应用领域 133

 6.5.3 QFN产品市场发展现状 133

 6.5.4 QFN产品市场前景展望 134

 6.6 集成电路封装行业MCM产品市场调研 134

 6.6.1 MCM封装技术水平概况 134

 （1）概念简介 134

 （2）MCM封装分类 134

 6.6.2 MCM产品主要应用领域 135

 6.6.3 MCM产品需求拉动因素 135

 6.6.4 MCM产品市场发展现状 136

 6.6.5 MCM产品市场前景展望 136

 6.7 集成电路封装行业CSP产品市场调研 137

 6.7.1 CSP封装技术水平概况 137

 （1）概念简介 137



 （2）CSP产品特点 138

 （3）CSP封装分类 138

 6.7.2 CSP产品主要应用领域 139

 6.7.3 CSP产品市场发展现状 139

 6.7.4 CSP产品市场前景展望 140

 6.8 集成电路封装行业其他产品市场调研 140

 6.8.1 晶圆级封装市场调研 140

 （1）概念简介 140

 （2）产品特点 141

 （3）主要应用领域 141

 （4）市场规模与主要供应商 142

 （5）前景展望 142

 6.8.2 覆晶/倒封装市场调研 143

 （1）概念简介 143

 （2）产品特点 143

 （3）市场前景 143

 6.8.3 3D封装市场调研 143

 （1）概念简介 143

 （2）封装方法 143

 （3）封装特点 144

 （4）发展现状与前景 145

  

 第7章：中国集成电路封装行业主要企业经营分析 146

 7.1 集成电路封装企业发展总体状况分析 146

 7.1.1 集成电路封装行业制造商销售收入排名 146

 7.1.2 集成电路封装行业制造商利润总额排名 146

 7.2 集成电路封装行业领先企业个案分析 147

 7.2.1 飞思卡尔半导体（中国）有限公司经营情况分析 148

 （1）企业发展简况分析149

 （2）企业经营情况分析151

 （3）企业经营优劣势分析 152

 7.2.2 威讯联合半导体（北京）有限公司经营情况分析 153



 （1）企业发展简况分析154

 （2）企业经营情况分析155

 （3）企业经营优劣势分析 156

 7.2.3 江苏长电科技股份有限公司经营情况分析 157

 （1）企业发展简况分析158

 （2）企业经营情况分析159

 （3）企业经营优劣势分析 160

 7.2.4 上海松下半导体有限公司经营情况分析 161

 （1）企业发展简况分析162

 （2）企业经营情况分析163

 （3）企业经营优劣势分析 164

 7.2.5 深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析 165

 （1）企业发展简况分析166

 （2）企业经营情况分析167

 （3）企业经营优劣势分析 168

 &hellip;&hellip;另有23家企业分析

  

 第8章：中国集成电路封装行业投资分析及建议 253

 8.1 集成电路封装行业投资特性分析 253

 8.1.1 集成电路封装行业进入壁垒 253

 （1）技术壁垒 253

 （2）资金壁垒 253

 （3）人才壁垒 253

 （4）严格的客户认证制度 253

 8.1.2 集成电路封装行业盈利模式 254

 8.1.3 集成电路封装行业盈利因素 254

 8.2 集成电路封装行业投资兼并与重组分析 255

 8.2.1 集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况 255

 8.2.2 国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析 255

 8.2.3 国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析 257

 （1）通富微电公司投资兼并与重组分析 257

 （2）华天科技公司投资兼并与重组分析 258



 （3）长电科技公司投资兼并与重组分析 259

 8.2.4 集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析 260

 8.3 集成电路封装行业投融资分析 260

 8.3.1 电子发展基金对集成电路产业的扶持分析 260

 （1）电子发展基金对集成电路产业的扶持情况 260

 （2）电子发展基金对集成电路产业的扶持建议 261

 8.3.2 集成电路封装行业融资成本分析 262

 8.3.3 半导体行业资本支出分析 262

 8.4 集成电路封装行业投资建议 263

 8.4.1 集成电路封装行业投资机会分析 263

 8.4.2 集成电路封装行业投资前景分析 264

 8.4.3 集成电路封装行业投资建议 267

 （1）投资区域建议 267

 （2）投资产品建议 267

 （3）技术升级建议 268

  

 部分图表目录：

 图表1：集成电路封装行业产品分类 15

 图表2：我国集成电路封装企业地区分布（单位：%） 16

 图表3：2015年江苏长电科技股份有限公司销售收入季度分布（单位：万元） 17

 图表4：2001年以来集成电路封装在集成电路产业中占比变化（单位：%） 17

 图表5：集成电路封装行业主要政策分析 18

 图表6：2015年发达经济体增长情况（单位：%） 19

 图表7：2015年主要新兴经济体增长情况（单位：%） 20

 图表8：2015年主要国家1季度经济增长速度（单位：%） 21

 图表9：2015年世界银行和IMF对于世界主要经济体的预测（单位：%） 22

 图表10：2014-2016年12月中国国内生产总值及其增长速度（单位：亿元，%） 23

 图表11：2006年以来中国GDP增速与集成电路封装行业产值增速对比图（单位：%） 23

 图表12：2014-2016年12月我国城镇居民人均可支配收入及其变化趋势（单位：元，%） 24

 图表13：2014-2016年12月我国农村居民纯收入及其变化趋势（单位：元，%） 24

 图表14：封装技术的演进 25

 图表15：各种集成电路封装形式应用领域 26



 图表16：集成电路封装工艺流程 26

 图表17：集成电路产业链示意图 29

 图表18：2015年中国集成电路产业发展情况（单位：亿元，亿块，亿美元，%） 30

 图表19：2015年我国集成电路产业结构（单位：%） 31

 图表20：中国集成电路产业长三角地区分布概况 32

 图表21：未来集成电路产业的整体空间布局特点分析 34

 图表22：2014-2016年12月我国集成电路设计市场销售额走势（单位：亿元） 37

 图表23：集成电路设计业新投资策略 39

 图表24：集成电路制造业发展主要特点分析 40

 图表25：2014-2016年12月中国集成电路制造业规模分析（单位：家，人，万元） 41

 图表26：2014-2016年12月中国集成电路制造业盈利能力分析（单位：%） 42

 图表27：2014-2016年12月中国集成电路制造业运营能力分析（单位：次） 42

 图表28：2014-2016年12月中国集成电路制造业偿债能力分析（单位：%，倍） 43

 图表29：2014-2016年12月中国集成电路制造业发展能力分析（单位：%） 43

 图表30：2014-2016年12月中国集成电路制造业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家

，%） 44

 更多图表见正文&hellip;&hellip;

  详细请访问：http://www.bosidata.com/report/R918943WFW.html

http://www.bosidata.com/report/R918943WFW.html

